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und man briuchte nur geringe Ar-
senale. Das Misstrauen ist aber der-
zeit noch zu grof3, sodass man sich
weiter Optionen offen hilt.

Diese Pliane stammen aus der Zeit
von George W. Bush. Die Obama-
Administration, die sehr aktiv und
engagiert bei der Konferenz agierte,
hat klar erklart, sie werden keine
neuen Nuklearwaffen entwickeln.
Doch der Schritt von dieser einsei-
tigen Erklarung zu einem volker-
rechtlichen Verbot ist noch nicht

gelungen. In den USA dringen

die Waffenlobby und konservative
Kreise auf die Entwicklung neuer,
»zuverldssigerer Nuklearwaffen.
Dies wiirde aber das allgemeine
akzeptierte Ziel einer Welt ohne
Nuklearwaffen ad absurdum fiih-
ren. Bisher hat nur China erklart,
so etwas mitzutragen. Alle anderen
Nuklearméchte sind dazu augen-
blicklich nicht bereit. Den Nuklear-
waffenstaaten ist es bei der Konfe-
renz leider wieder gelungen, ihre
eigenen Programme und Arsenale
von konkreten Verpflichtungen ab-
zuschirmen.

Silberstreif iiber Dresden

Immerhin wird der Vorschlag des
UN-Generalsekretérs unterstiitzt,
Verhandlungen oder zumindest
Sondierungsgespriache im Hinblick
auf eine Nuklearwaffenkonven-
tion zu beginnen. Das war auch
eine dezidierte Forderung in der
DPG-Erklarung, die darauf zielt,
alle Nuklearwaffen ein fiir alle Mal
volkerrechtlich iiberpriifbar zu
verbieten. Nur so eine Losung kann
langerfristig stabil sein.

Globalfoundries weitet die Chipproduktion aus — Fraunhofer-Gesellschaft weiht
neues Kompetenzzentrum fiir 3D-Systemintegration ein.

Die Pleite des Chipherstellers
Qimonda hinterlief§ im ,,Silicon
Saxony* eine tiefe Narbe: Im ver-
gangenen Jahr schloss das Werk in
Dresden nach zwdlf Jahren, rund
3000 Arbeitsplitze gingen hier
verloren. Inzwischen ist die Flaute
nicht nur bei den Speicherchips
(DRAMS), die Qimonda herstellte,
sondern offenbar generell in der
Mikroelektronik tiberstanden -
das amerikanische Unternehmen
Globalfoundries Inc. will seine
Produktionsstétten ausbauen, auch
in Dresden. Die Firma entstand
zeitgleich zur Qimonda-Insolvenz
als Ausgriindung des vorherigen
Werksinhabers AMD und der
Advanced Technology Investment
Company (ATIC) des Emirats von
Abu Dhabi als Mehrheitseigner.
Mit der Aufstockung der Ka-
pazititen bei der Produktion von
300-Millimeter-Wafern reagiert das
Unternehmen auf Prognosen, die
eine kurz- und langfristig steigende
Nachfrage attestieren. Sobald die
Zusage fiir ein staatliches Hilfspa-
ket von deutscher und europdischer
Seite vorliegt, sollen die Bauarbei-
ten fiir gut 10000 Quadratmeter
Reinraumfldche beginnen. Bereits
2011 konnte dort die Fertigung
anlaufen, die Gesamtkapazitat der
Dresdner ,,Fab 1 lage somit bei
80000 Wafern pro Monat. Das
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Werk hitte dann eine Fliache von
acht Fu3ballfeldern und wire die
grofite ,Wafer-Fab“ Europas. Zu-
sammen mit dem Ausbau der Fa-
brikationsstdtte im US-Bundesstaat
New York will Globalfoundries da-
durch nach eigenen Angaben meh-
rere hundert Arbeitsplitze schaffen.
Dies beschrénkt sich jedoch
ausschliefSlich auf die Herstellung.
Fiir Forschung und Entwicklung
plant das Unternehmen, einen
Technologiecluster in Abu Dhabi
zu errichten. Doch auch in Dres-
den rauchen kiinftig wieder mehr
Kopfe: Am 31. Mai weihte das
Berliner Fraunhofer-Institut fir
Zuverlassigkeit und Mikrointegra-
tion (IZM) im Beisein von Thomas
Rachel, Parlamentarischer Staats-
sekretdr im Bundesministerium fiir
Bildung und Forschung (BMBE),
und der Sichsischen Staatsminis-
terin fur Wissenschaft und Kunst,
Sabine von Schorlemer, ein neues
Technologiezentrum ein. Das ,,All
Silicon System Integration Dres-
den® (ASSID) fiihrt kiinftig For-
schungsprojekte und Prototypen-
entwicklungen fiir Industriepartner
durch. Das schlief3t auch kleine und
mittelstaindische Unternehmen mit
ein. In der Reinraumanlage entwi-
ckeln die Ingenieure Technologien
und Materialien fiir Systeme, die
mehrere elektronische Komponen-

© 2010 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

ten in miniaturisierter Bauform
in sich vereinigen. ,Wafer Level
System in Packages®, kurz WL-SiP,
macht mikroelektronische Systeme
leistungsfahiger, indem die Bau-
elemente nicht nur in einer Ebene
angeordnet, sondern in mehreren
Lagen tibereinander gestapelt und
elektrisch verbunden werden. Diese
3D-Systemintegration weist ein
hohes Innovationspotenzial auf,
besonders auch in den Bereichen
Gesundheit, Mobilitat und Umwelt.

Zur Finanzierung der Geriteaus-
stattung stellen Bund, Europiische
Union und der Freistaat knapp
50 Millionen Euro zur Verfiigung.
Zusitzlich iibernimmt Sachsen die
Finanzierung der Betriebskosten
bis 2013 in Hohe von 7,3 Millionen
Euro. Damit kénnen in den nichs-
ten Jahren bis zu 36 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter am ASSID
auf einer Institutsfliche von mehr
als 3000 Quadratmetern arbeiten.
Zudem fordert das BMBF ein erstes
FuE-Vorhaben mit 13 Millionen
Euro. Wissenschaftsministerin
von Schorlemer sieht in diesem
Zentrum fir Dresden und Sachsen
die Chance, mit der Forschung zu
dreidimensionalen Chips in die
Weltspitze aufzuriicken.

Oliver Dreissigacker



